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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（Ｉ）
【化１】

［式中、Ｚは芳香族ジカルボン酸残基である２価の芳香族基、Ｙ１は下記一般式（ＩＩ）
で表される芳香族ジアミン残基
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【化２】

（式中、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、炭素数１～９のアルキル基、炭素数１～１０のアルコキ
シ基、ＣＯＯＲ（Ｒは炭素数１～６のアルキル基を示す）または水素であり、相互に異な
っていても同一でもよく；Ｒ４、Ｒ５は炭素数１～９のアルキル基または水素であり、相
互に異なっていても同一でもよく；Ｘは－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ２－、－Ｃ（ＣＨ３）２

－、－ＣＨ２－、－Ｃ（ＣＨ３）（Ｃ２Ｈ５）－、または－Ｃ（ＣＦ３）２－を示し；ｎ
は１以上の整数である。）を示す。］で表される繰り返し単位１種以上と、下記一般式（
ＩＩＩ）
【化３】

（式中、Ｚは芳香族ジカルボン酸残基である２価の芳香族基、Ｙ２はシロキサンジアミン
残基または非フェノール性芳香族ジアミン残基を示す。）で表される繰り返し単位１種以
上とからなる芳香族ポリアミド樹脂。
【請求項２】
前記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位が１０～９０モル％であり、前記一般式（III
）で表される繰り返し単位が９０～１０モル％である請求項１記載の芳香族ポリアミド樹
脂。
【請求項３】
重量平均分子量が５，０００～１５０，０００である請求項１または２記載の芳香族ポリ
アミド樹脂。
【請求項４】
請求項１～３記載の芳香族ポリアミド樹脂からなる（Ａ）成分と、エポキシ樹脂からなる
（Ｂ）成分とを含有してなる樹脂組成物。
【請求項５】
前記（Ｂ）成分をなすエポキシ樹脂が１分子中に２個以上のグリシジル基を有するエポキ
シ樹脂を少なくとも含有することを特徴とする請求項４記載の樹脂組成物。
【請求項６】
前記（Ｂ）成分をなすエポキシ樹脂の２５℃における粘度が２０Ｐａ・ｓｅｃ以下である
ことを特徴とする請求項４または５記載の樹脂組成物。
【請求項７】
前記（Ａ）成分と前記（Ｂ）成分の質量比（Ａ）／（Ｂ）が２０／８０～８０／２０であ
ることを特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項８】
さらに（Ｃ）成分として無機充填材を含有する請求項４～７のいずれか１項に記載の樹脂
組成物。
【請求項９】
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さらに（Ｄ）成分として、硬化剤を含有する請求項４～８のいずれか１項に記載の樹脂組
成物。
【請求項１０】
溶剤として、非含窒素系極性溶媒を含有する請求項４～９のいずれか１項に記載の樹脂組
成物。
【請求項１１】
請求項４～１０のいずれか１項に記載の樹脂組成物を含有する電子部品用被覆材料。
【請求項１２】
請求項４～１０のいずれか１項に記載の樹脂組成物を含有する電子部品用接着剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、芳香族ポリアミド樹脂、これを含有する樹脂組成物、電子部品用被覆材料及び
電子部品用接着剤に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子部品の一つである多層プリント配線板は、両面銅張り積層板に回路加工を施した内層
回路板と、外層銅箔又は外層回路板とを積層したものである。この積層にあたっては、通
常、接着用のガラス布基材エポキシ樹脂プリプレグやガラス布基材ポリイミド樹脂プリプ
レグが用いられている。
また、フレキシブルプリント配線板は、例えば、銅箔を貼り合わせたポリイミドフィルム
やポリエステルフィルムに回路加工を施した配線板の表面を、カバーレイと呼ばれる接着
剤付きフィルムで被覆したものである。カバーレイフィルムは通常、ポリイミドフィルム
が用いられ、接着剤としてはアクリル樹脂が用いられている。即ち、フレキシブルプリン
ト配線板の銅箔光沢面とポリイミドフィルムとをアクリル樹脂で接着している。
【０００３】
【特許文献１】
特開平７－８２３４４号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
多層プリント配線板においては、内層回路板と外層銅箔又は外層回路板とを樹脂プリプレ
グを用いて単に熱圧着しただけでは、内層回路板の銅導体表面と接着用プリプレグは接着
しない。そこで、亜塩素酸などで銅導体表面を酸化処理して、内層回路の銅導体表面微細
な凹凸を作ることでプリプレグとの接着性を向上させている。しかし、この酸化処理工程
は人手がかかる上に、スルーホール形成時に、酸化処理した銅表面がめっき液によって還
元され、いわゆるピンクリングを形成し、接着不良の原因になる。また、この酸化工程を
省略できれば、大幅に多層プリント配線板の製造合理化を達成できる。
一方、フレキシブルプリント配線板においては、従来の接着剤でも銅箔光沢面と良好な接
着性を示す。しかし、従来の接着剤はアクリル樹脂を主成分とする接着剤であるため、本
質的に耐熱性に乏しい。そのため、フレキシブルプリント配線板の基材であるポリイミド
の耐熱性の良好な点を活かしきっていない。
【０００５】
本発明は、耐熱性が良好で、銅箔光沢面との接着性のよい樹脂組成物、この樹脂組成物に
適した芳香族ポリアミド樹脂、電子部品用被覆材料及び接着剤を提供することを目的とす
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の芳香族ポリアミド樹脂は、下記一般式（Ｉ）
【０００７】
【化４】
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【０００８】
［式中、Ｚは芳香族ジカルボン酸残基である２価の芳香族基、Ｙ１は下記一般式（II）で
表される芳香族ジアミン残基
【０００９】
【化５】

【００１０】
（式中、Ｒ１ 、Ｒ２ 及びＲ３ は、炭素数１～９のアルキル基、炭素数１～１０のアル
コキシ基、ＣＯＯＲ（Ｒは炭素数１～６のアルキル基を示す）または水素であり、相互に
異なっていても同一でもよく；Ｒ４ 、Ｒ５ は炭素数１～９のアルキル基または水素であ
り、相互に異なっていても同一でもよく、Ｘは－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ２ －、－Ｃ（Ｃ
Ｈ３）２－、－ＣＨ２－、－Ｃ（ＣＨ３）（Ｃ２Ｈ５）－、または－Ｃ（ＣＦ３）２－を
示し；ｎは１以上の整数である。）を示す。］で表される繰り返し単位１種以上と、下記
一般式（III）
【００１１】
【化６】

【００１２】
（式中、Ｚは芳香族ジカルボン酸残基である２価の芳香族基、Ｙ２はシロキサンジアミン
残基または非フェノール性芳香族ジアミン残基を示す。）で表される繰り返し単位１種以
上とからなることを特徴とする。
【００１３】
又、本発明の樹脂組成物は、前記芳香族ポリアミド樹脂からなる（Ａ）成分と、エポキシ
樹脂からなる（Ｂ）成分とを含有してなることを特徴とする。
又、本発明の電子部品用被覆材料は、前記樹脂組成物を含有することを特徴とする。
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又、本発明の電子部品用接着剤は、前記樹脂組成物を含有することを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
まず、芳香族ポリアミド樹脂につき説明する。
本発明の芳香族ポリアミド樹脂は上記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位１種以上と、
上記一般式（III）で表される繰り返し単位１種以上とからなる。
上記一般式（Ｉ）及び上記一般式（III）におけるＺは芳香族ジカルボン酸残基である２
価の芳香族基であり、芳香族ジカルボン酸としては、テレフタル酸、イソフタル酸、１，
４－ナフタレンジカルボン酸、１，６－ナフタレンジカルボン酸、１，７－ナフタレンジ
カルボン酸、２，５－ナフタレンジカルボン酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、２，
７－ナフタレンジカルボン酸などが挙げられる。これらの芳香族ジカルボン酸の芳香環に
結合した水素は、ハロゲンやメチル基で置換されていてもよい。
これらの芳香族ジカルボン酸の中では、特に、イソフタル酸、テレフタル酸が接着強さの
点で好ましい。
【００１５】
上記一般式（Ｉ）におけるＹ１は上記一般式（II）で示されるフェノール性ヒドロキシ基
を有する２価の芳香族ジアミン残基である。上記一般式（II）におけるＲ１、Ｒ２、Ｒ３

は炭素数１～９、好ましくは１～４の直鎖又は分岐鎖状のアルキル基、炭素数１～１０、
好ましくは１～４のアルコキシ基、ＣＯＯＲ（Ｒは炭素数１～６のアルキル基を示す）ま
たは水素である。このアルコキシ基におけるアルキル残基は直鎖又は分岐鎖状のいずれで
もよい。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は相互に異なっていても同一でもよい。
【００１６】
このうち、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３がアルキル基の場合は、芳香族ポリアミド樹脂の耐水性が向
上する。アルコキシ基又はアルコキシカルボニル基の場合は、この芳香族ポリアミド樹脂
を含有する組成物を電子部品用の被覆材料、接着剤として用いた場合、基材との密着性が
向上する。
よって、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は用途に応じて適宜選択することが好ましい。
特に、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３のうち、１つ又は２つが水素で、残りが水素以外であることが、
特性上好ましい。この水素以外のものがメチル基であると耐湿性が向上するので好ましい
。
【００１７】
　上記一般式（ＩＩ）において、Ｒ４、Ｒ５は炭素数１～９、好ましくは１～４の直鎖又
は分岐鎖状のアルキル基又は水素であり、相互に異なっていても同一でもよい。Ｒ４、Ｒ
５にアルキル基を導入することにより耐水性を向上させることができる。
　一般式（ＩＩ）において、Ｘは－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ２－、－Ｃ（ＣＨ３）２－、－
ＣＨ２－、－Ｃ（ＣＨ３）（Ｃ２Ｈ５）－、または－Ｃ（ＣＦ３）２－であるが、Ｘが－
ＣＨ２－であると、このジアミン合成プロセスが容易になるので好ましい。
【００１８】
　上記一般式（ＩＩＩ）において、Ｙ２はシロキサンジアミン残基または非フェノール性
芳香族ジアミン残基である。Ｙ２が非フェノール性芳香族ジアミン残基である場合、この
芳香族ジアミンは非フェノール性であれば特に限定されるものではないが、例えば、ｐ－
フェニレンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン、４，４’－ジフェニレンジアミン、３，
３’－ジフェニレンジアミン、３，４’－ジフェニレンジアミン、各種ビス（アミノフェ
ニル）エーテル、各種ビス（アミノフェニルオキシ）ベンゼン、各種２，２－ビス（アミ
ノフェニルオキシフェニル）プロパン、１，３－ビス－（２－（４－アミノフェニル）イ
ソプロピル）ベンゼン、１，４－ビス－（２（４－アミノフェニル）イソプロピル）ベン
ゼン、２，２－ビス－（４－（４－アミノフェノキシ）フェニル）プロパン，２，２－ビ
ス－（３．５－ジブロモ－４－（４－アミノフェノキシ）フェニル）プロパン、２，２－
ビス－［３，５－ジメチル－４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、１，３
－ビス－（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，４－ビス－（４－アミノフェノキシ）
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ベンゼン、１，３－ビス－（４－アミノベンジル）ベンゼン、１，４－ビス－（４－アミ
ノベンジル）ベンゼン１，３－ビス－（４－アミノチオフェノキシ）ベンゼン、１，４－
ビス－（４－アミノチオフェノキシ）ベンゼン、１，３－ビス－（（４－アミノフェニル
）スルホニル）ベンゼン、１，４－ビス－（（４－アミノフェニル）スルホニル）ベンゼ
ンを例示できる。これらの中では特に接着強さの点から、１，３－ビス－（２－（４－ア
ミノフェニル）イソプロピル）ベンゼン、１，４－ビス－（２－（４－アミノフェニル）
イソプロピル）ベンゼンが好ましい。また、Ｙ２がシロキサンジアミン残基である場合、
下記一般式（ＩＶ）で示されるシロキサンジアミン残基を例示でき、これを用いると接着
性、機械特性の向上に有効である。
【００１９】
【化７】

【００２０】
上記一般式（IV）において、Ｗ１は炭素数１～６，好ましくは３のアルキレン基であり、
Ｗ２は炭素数１～１０、好ましくは１～８の非置換又は水素がハロゲン原子で置換された
１価の炭化水素基である。Ｗ２の具体例としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基
、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ネ
オペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、デシル基等のアルキル基；
ビニル基、アリル基、プロペニル基、ブテニル基等のアルケニル基；フェニル基、トリル
基等のアリール基；ベンジル基、フェニルエチル基等のアラルキル基；これらの炭化水素
基の水素原子の一部又は全部をフッ素、臭素、塩素などのハロゲン原子で置換したハロゲ
ン置換炭化水素基を例示できる。これらの炭化水素基の中ではメチル基が特に好ましい。
ｕは１～１２０の整数であり、特に、１～８０の整数であることが好ましい。ｕが１２０
より大きいと未硬化物中の芳香族ポリアミド樹脂が溶剤に充分に溶解しなくなるおそれが
ある。
【００２１】
本発明の芳香族ポリアミド樹脂においては、上記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位が
１０～９０モル％であり、上記一般式（III）で表される繰り返し単位が９０～１０モル
％であることが好ましい。上記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位が１０モル％未満で
あると硬化物の架橋密度が低くなり、耐溶剤性、接着性が低下するおそれがあり、又、硬
化物の機械強度に支障をきたすおそれがある。上記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位
が９０モル％を超えると、基材への接着性や硬化物の低応力化といった改質が不充分とな
る。
又、本発明の芳香族ポリアミド樹脂の重量平均分子量（ＧＰＣ法で測定し、標準ポリスチ
レンによる検量線を用いて算出）が５，０００～１５０，０００であることが好ましく、
２０，０００～１００，０００であることがより好ましい。重量平均分子量が５，０００
未満であると、硬化物の機械強度に支障をきたすおそれがある。又、１５０，０００より
大きいと、芳香族ポリアミド樹脂の末端のカルボキシル基や、末端のアミノ基の量が減り
、エポキシ樹脂との架橋密度が下がって、芳香族ポリアミド樹脂の耐溶剤性が低下するお
それがある。
【００２２】
本発明の芳香族ポリアミド樹脂は、溶剤中で前記芳香族ジアミンと前記芳香族ジカルボン
酸のジクロライドとを反応させることにより得られる。
この反応にあたって、芳香族ジアミンと芳香族ジカルボン酸ジクロライドとのモル比は、
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芳香族ジアミン１モルに対して芳香族ジカルボン酸ジクロライド０．９～１．１モルとす
るのが好ましい。特に０．９５～１．０５であることが、良好な高分子量の芳香族ポリア
ミド樹脂を得るために好ましい。なお、芳香族ポリアミド樹脂の分子量調整のために、ア
ニリン等の１官能のアミンを添加してもよい。この場合の添加量は芳香族ポリアミド樹脂
に対して２モル％以下であることが望ましい。
本発明の芳香族ポリアミド樹脂と後述のエポキシ樹脂とを含有する樹脂組成物を、電子部
品用被膜形成材料、電子部品用接着剤として用いる場合にも溶剤に溶解した溶液として用
いられる。従って、芳香族ポリアミド樹脂合成時には、前記樹脂組成物との相溶性に優れ
る溶剤を用いることが好ましい。
このような溶剤としては、テトラヒドロフラン、アニソール、ジグライム、トリグライム
等のエーテル類；シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、２
－ヘプタノン、２－オクタノン、アセトフェノン等のケトン類；酢酸ブチル、安息香酸メ
チル、γ－ブチロラクトン、２－ヒドロキシプロパン酸メチル等のエステル類；ブチルセ
ロソルブアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のセロソル
ブ類；トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類等が挙げられる。これらの中では、シク
ロヘキサノン、メチルエチルケトン、γ－ブチロラクトン、プロピレングリコールモノメ
チルエーテルアセテートがより好ましく用いられる。
【００２３】
次に、本発明の樹脂組成物について説明する。この樹脂組成物は、前記芳香族ポリアミド
樹脂からなる（Ａ）成分と、エポキシ樹脂からなる（Ｂ）成分とを含有してなる。
本発明において用いられるエポキシ樹脂は、その構造や分子量等が特に制限されるもので
はない。ただし、▲１▼芳香族ポリアミド樹脂とエポキシ樹脂とを含有する樹脂組成物が
低粘度のワニス状態で使用されること、▲２▼芳香族ポリアミド樹脂とエポキシ樹脂とで
架橋構造が形成されること、▲３▼低温、短時間で接着や効果が可能であること、の３点
を考慮すると、エポキシ樹脂としては、軟化点が低いものが好ましく、又、１分子中に２
個以上のグリシジル基を有するものが好ましい。
エポキシ樹脂の具体例としては、下記一般式（Ｖ）で示されるエポキシ樹脂、
【００２４】
【化８】

【００２５】
（上記式において、Ｇはグリシジル基を示し、Ｑは直接結合、メチレン基、ジメチルメチ
レン基、ジ（トリフルオロメチル）メチレン基、エーテル結合、カルボニル基、チオエー
テル結合又はスルホニル基を示し、ｎは０～１０の数を示す。）、２価のフェノールのジ
グリシジルエーテル、３価フェノールのトリグリシジルエーテル；テトラブロモビスフェ
ノールＡ、Ｆのジグリシジルエーテル；フェノールノボラック、クレゾールノボラック、
臭素化ノボラック、フェノール－ナフトール－ホルムアルデヒド樹脂、クレゾール－ナフ
トール－ホルムアルデヒド樹脂の多価グリシジルエーテル；ｍ－フェニレンジアミン、ｐ
－フェニレンジアミン、１，４－ジアミノシクロヘキサンのテトラグリシシジルアミンを
例示できる。これらの中では、グリシジルアミン化合物や多官能エポキシ樹脂が、接着力
の点で優れるので好ましい。
【００２６】
このエポキシ樹脂としては、低温短時間での被膜硬化、あるいは低温短時間、且つ低加重
での接着を可能にする点から、２５℃における粘度が２０Ｐａ・ｓｅｃ以下であるものが
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好ましく、１０Ｐａ・ｓｅｃ以下であるものがより好ましく、５Ｐａ・ｓｅｃ以下である
ものが特に好ましい。このような低粘度のエポキシ樹脂を用いると、例えば接着剤として
用いる場合、低荷重で接着させても、前記樹脂組成物がその上に塗布された樹脂テープと
、接着対象である被着体との濡れ性が良好に確保され、接着性、その他の信頼性を高める
ことができ、チップ等の被着体を破壊するおそれがない。
なお、エポキシ樹脂が上記一般式（Ｖ）で示されるものである場合、２５℃における粘度
が２０Ｐａ・ｓｅｃ以下とするためには、上記一般式（Ｖ）におけるｘが０～２、より好
ましくは０～０．１のものが用いられる。
【００２７】
本発明の樹脂組成物における（Ａ）成分と（Ｂ）成分の配合比は質量比で８０／２０～２
０／８０が好ましく、７５／２５～２５／７５がより好ましく、６０／４０～４０／６０
が特に好ましい。（Ａ）成分が上記範囲より多いと、特に凹凸構造を有する基材面に対し
て良好な接着性を示さないおそれがあり、このため、耐溶剤性、耐湿性不良となるおそれ
がある。また、（Ｂ）成分が上記範囲より多いと、耐熱性不良となるおそれがある。
【００２８】
本発明の樹脂組成物には、その用途に応じて無機充填材を配合することができる。この無
機充填材の具体例としては、結晶シリカ、非結晶シリカ等の天然シリカ、合成高純度シリ
カ、合成球状シリカ、タルク、マイカ、炭化珪素、アルミナ等の非導電性粒子、銀粉のよ
うな導電性粒子を挙げることができ、これらの１種または２種以上を用いることができる
。例えば、半導体デバイスのダイボンド材の場合は、熱伝導性の高いアルミナや銀粉等が
好ましく用いられる。無機充填材の配合量は特に制限されるものではなく、用途に応じて
適宜選択されるが、組成物全体に対して、通常、８５質量％以下（即ち、０～８５質量％
）が好ましく、５～８０質量％がより好ましい。
無機充填材の形状も特に制限されるものではなく、球状、破砕物状、無定型等、用途に応
じて適宜選択される。
【００２９】
エポキシ樹脂は自己縮合型エポキシのようにそれ自体で硬化することも可能であるので、
本発明の樹脂組成物は必ずしも硬化剤を必要とするものではないが、エポキシ樹脂用硬化
剤を用いることができる。エポキシ樹脂用硬化剤の具体例としては、フェノール樹脂、酸
無水物類、アミン類、イミダゾール類を挙げることができる。
【００３０】
フェノール樹脂としては、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂等のノ
ボラック型フェノール樹脂；トリスヒドロキシフェニルプロパン型フェノール樹脂、トリ
スヒドロキシフェニルメタン型樹脂等のトリスヒドロキシフェニルアルカン型フェノール
樹脂；ナフタレン型フェノール樹脂；シクロペンタジエン型フェノール樹脂；フェノール
アラルキル樹脂等が挙げられる。
【００３１】
酸無水物類の具体例としては、ドデセニル無水コハク酸、ポリアジピン酸無水物、ポリア
ゼライン酸無水物、ポリセバシン酸無水物等の脂肪族酸無水物；メチルテトラヒドロ無水
フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水メチルハイミック酸、ヘキサヒドロ無
水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、トリアルキルテトラヒドロ無水フタル酸、メチ
ルシクロヘキサンジカルボン酸無水物等の脂環式酸無水物；無水フタル酸、無水トリメリ
ット酸、無水ピロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物、エチレングリコ
ールビストリメリテートアンハイドライド、グリセロールトリメリテートアンハイドライ
ド等の芳香族酸無水物等が挙げられる。
【００３２】
アミン類としては、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン
、テトラエチレンペンタミン、プロピレンジアミン、ジプロピレントリアミン、ジエチル
アミノプロピルアミン、ヘキサメチレンジアミン等の脂肪族アミン；メンタンジアミン、
イソホロンジアミン、ビス（４－アミノ－３－メチルシクロヘキシル）メタン、ジアミノ
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ジシクロヘキシルメタン、ビス（アミノメチル）シクロヘキサン、Ｎ－アミノエチルピペ
ラジン、３，９－ビス（３－アミノプロピル）－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ
（５，５）ウンデカン等の脂環式アミン；メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニル
メタン、ジアミノジフェニルスルホン、ジアミノジエチルジフェニルメタン等の芳香族ア
ミンが挙げられる。
【００３３】
イミダゾール類としては、２－メチルイミダゾール、２－エチルイミダゾール、２－エチ
ル－４－メチルイミダゾール、２－フェニルイミダゾール、２－フェニル－４－メチルイ
ミダゾール、２－フェニル－４－メチル－５－ヒドロキシメチルイミダゾール、２－フェ
ニル－４，５－ジヒドロキシメチルイミダゾール等が挙げられる。硬化剤としてはこれら
の中から１種または２種以上を用いることができる。
【００３４】
これらの硬化剤の配合量は、硬化剤がフェノール樹脂、酸無水物類またはアミン類である
場合は、エポキシ樹脂中のエポキシ基と、それぞれの硬化剤中の官能性基（フェノール性
水酸基、酸無水物基及びアミノ基）との当量比がエポキシ基／硬化剤官能基で０．５～１
．５であることが好ましく、０．６～１．２であることがより好ましい。なお、官能基が
酸無水物基である硬化剤の酸無水物基１モルはエポキシ基１モルに対して２当量に相当す
る。
エポキシ基と硬化剤官能基の当量比が上記範囲内にない場合は、樹脂組成物を硬化させた
ときの硬化が不充分となり、硬化物の耐熱性、耐湿性に支障をきたすおそれがある。また
、前記イミダゾール類はこれらのフェノール樹脂、酸無水物類、アミン類からなる硬化剤
の硬化促進剤として併用することができる。
【００３５】
イミダゾール類の配合量は、芳香族ポリアミド樹脂１００質量部に対して０～５質量部で
あることが好ましく、より好ましくは０．０５～５質量部、さらに好ましくは０．１～１
質量部である。イミダゾールの配合量が５質量部より多くなると、樹脂組成物の保存性、
硬化物の耐熱性に支障をきたすおそれがある。
【００３６】
本発明の樹脂組成物は前述の無機充填材、硬化剤の他、塗工時の作業性、被膜の特性向上
のため、必要に応じて消泡剤、レベリング剤等の界面活性剤類；染料、顔料等の着色剤；
硬化促進剤、熱安定剤、酸化防止剤、難燃剤、滑剤等を添加することができる。
本発明の樹脂組成物は溶液として好ましく用いられ、この溶液に用いられる溶剤は、芳香
族ポリアミド樹脂合成時の溶剤として説明した溶剤を用いることができる。樹脂組成物溶
液における固形分濃度は１０～４０質量％、であることが好ましく、１５～３０質量％が
より好ましい。
【００３７】
芳香族ポリアミド樹脂とエポキシ樹脂の配合にあたっては芳香族ポリアミド樹脂溶液に直
接エポキシ樹脂を添加してもよく、芳香族ポリアミド樹脂を溶解している溶剤と同一の溶
剤にエポキシ樹脂を溶解し、芳香族ポリアミド樹脂溶液に、このエポキシ樹脂溶液を添加
してもよい。
【００３８】
本発明の樹脂組成物は電子部品用被覆材料として好適に用いられる。
本発明の樹脂組成物は、例えば、半導体素子や各種電子部品用オーバーコート剤、硬質ま
たはフレキシブル基板分野などにおける層間絶縁膜、表面保護膜、ソルダレジスト層、液
状封止剤、耐熱塗料、エナメル線用ワニス、電気絶縁用含浸ワニス、注型ワニス、マイカ
、ガラスクロス等の基材と組み合わせたシート用ワニス、ＭＣＬ積層板用ワニス、摩擦材
料用ワニス等として使用する、被覆材料として特に好適に用いられる。
【００３９】
また、本発明の樹脂組成物は、例えば銅張積層板、フレキシブルプリント配線板等、各種
基板積層用接着剤等の電子部品用接着剤として好適に用いられる。
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【００４０】
本発明の樹脂組成物を用いた接着剤ワニスを、ガラス布基材に塗布し、Ｂステージ化して
プリプレグして、多層プリント配線板製造時の接着プリプレグとして用いてもよい。そう
すると、内層プリントを形成した配線板を、そのまま酸化処理しないで外層銅箔と内層回
路板の銅箔を接着することができる。また、ポリイミドフィルムに該接着剤ワニスを塗布
すれば、フレキシブルプリント配線板用カバーレイフィルムとして用いることができる。
フレキシブル多層プリント配線板にも応用することができ、従来の接着剤では耐熱性に乏
しいため、接続信頼性が劣る欠点を解消することができる。
【００４１】
また、この接着剤ワニスを被着体に塗布し、加熱乾燥してＢステージ化した後、被着体同
士を重ねて加熱圧着して接着することもできる。更に、銅箔に塗布乾燥して接着剤付銅箔
として使用することもできる。
【００４２】
この接着工程においては、本発明の芳香族ポリアミド樹脂に含有されるフェノール性水酸
基がエポキシ樹脂を開環させる反応が起こる。このため、耐熱性、接着性が良好になる。
従って、本発明の電子部品用接着剤は耐熱性接着剤として機能する。
【００４３】
【実施例】
以下に、実施例を用いて、本発明をさらに詳しく説明する。
［合成例１］芳香族ポリアミド樹脂ａの合成
撹拌機、温度計及び滴下ロートを備えた２リットルフラスコに、純水２５０ｇと水酸化ナ
トリウム８．０ｇ（０．２０ｍｏｌ）を入れて水酸化ナトリウム水溶液を調製した。この
溶液に、２，２´－メチレンビス［４－メチル－６－（３，５－ジメチル－４－アミノベ
ンジル）フェノール］２９．６４ｇ（０．０６０ｍｏｌ）と、ジアミノジフェニルエーテ
ル８．００ｇ（０．０４ｍｏｌ）とを加えて激しく撹拌して分散させた。この分散液を１
０℃以下に保持しながら、シクロヘキサノン１００ｇに塩化イソフタロイル１０．０ｇ（
０．１０５ｍｏｌ）を溶解した溶液を滴下ロートからこの分散液に滴下した。
滴下終了後、そのまま、温度を１０℃以下に保ちながら１時間反応させた。反応終了後、
２リットルのメタノール中に反応液を投入した。析出した沈殿物をメタノールと水で洗浄
した後、濾過し、真空乾燥機で乾燥して芳香族ポリアミド樹脂ａを得た。
このポリアミド樹脂ａの重量平均分子量（ポリスチレン換算）は１８，０００であった。
得られたポリアミドの赤外線吸収スペクトル（ＩＲスペクトル）を図１に示す。
【００４４】
［合成例２］芳香族ポリアミド樹脂ｂの合成
撹拌機、温度計及び滴下ロートを備えた２リットルフラスコに、純水２５０ｇと水酸化ナ
トリウム８．０ｇ（０．２０ｍｏｌ）を入れて水酸化ナトリウム水溶液を調製した。この
溶液に、２，２´－メチレンビス［４－メチル－６－（３，５－ジメチル－４－アミノベ
ンジル）フェノール］３９．５２ｇ（０．０８０ｍｏｌ）と、アミノプロピル末端ポリジ
メチルシロキサン（ＭＷ：８４０）１６．８ｇ（０．０２ｍｏｌ）とを加えて激しく撹拌
して分散させた。この分散液を１０℃以下に保持しながら、シクロヘキサノン１００ｇに
塩化イソフタロイル１０．０ｇ（０．１０５ｍｏｌ）を溶解した溶液を滴下ロートからこ
の分散液に滴下した。
滴下終了後、そのまま、温度を１０℃以下に保ちながら１時間反応させた。反応終了後、
２リットルのメタノール中に反応液を投入した。析出した沈殿物をメタノールと水で洗浄
した後、濾過し、真空乾燥機で乾燥して芳香族ポリアミド樹脂ｂを得た。
このポリアミド樹脂ｂの重量平均分子量（ポリスチレン換算）は２１，０００であった。
得られたポリアミドの赤外線吸収スペクトル（ＩＲスペクトル）を図２に示す。
【００４５】
［合成例３］芳香族ポリアミド樹脂ｃの合成
撹拌機、温度計及び滴下ロートを備えた２リットルフラスコに、純水２５０ｇと水酸化ナ
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トリウム８．０ｇ（０．２０ｍｏｌ）を入れて水酸化ナトリウム水溶液を調製した。この
溶液に、２，２´－メチレンビス［４－メチル－６－（３，５－ジメチル－４－アミノベ
ンジル）フェノール］９．８８ｇ（０．０２ｍｏｌ）と、アミノプロピル末端ポリジメチ
ルシロキサン（ＭＷ：８４０）６７．２ｇ（０．０８ｍｏｌ）とを加えて激しく撹拌して
分散させた。この分散液を１０℃以下に保持しながら、シクロヘキサノン１００ｇに塩化
イソフタロイル１０．０ｇ（０．１０５ｍｏｌ）を溶解した溶液を滴下ロートからこの分
散液に滴下した。
滴下終了後、そのまま、温度を１０℃以下に保ちながら１時間反応させた。反応終了後、
２リットルのメタノール中に反応液を投入した。析出した沈殿物をメタノールと水で洗浄
した後、濾過し、真空乾燥機で乾燥して芳香族ポリアミド樹脂ｃを得た。
このポリアミド樹脂ｃの重量平均分子量（ポリスチレン換算）は１９，０００であった。
得られたポリアミドの赤外線吸収スペクトル（ＩＲスペクトル）を図３に示す。
【００４６】
［合成例４］芳香族ポリアミド樹脂ｄの合成
撹拌機、温度計及び滴下ロートを備えた２リットルフラスコに、純水２５０ｇと水酸化ナ
トリウム８．０ｇ（０．２０ｍｏｌ）を入れて水酸化ナトリウム水溶液を調製した。この
溶液に、ジアミノジフェニルエーテル２０．０ｇ（０．１０ｍｏｌ）を加えて激しく撹拌
して分散させた。この分散液を１０℃以下に保持しながら、シクロヘキサノン１００ｇに
塩化イソフタロイル１０．０ｇ（０．１０５ｍｏｌ）を溶解した溶液を滴下ロートからこ
の分散液に滴下した。
滴下終了後、そのまま、温度を１０℃以下に保ちながら１時間反応させた。反応終了後、
２リットルのメタノール中に反応液を投入した。析出した沈殿物をメタノールと水で洗浄
した後、濾過し、真空乾燥機で乾燥して芳香族ポリアミド樹脂ｄを得た。
このポリアミド樹脂ｄの重量平均分子量（ポリスチレン換算）は２２，０００であった。
得られたポリアミドの赤外線吸収スペクトル（ＩＲスペクトル）を図４に示す。
【００４７】
[実施例、比較例]
接着剤ワニスの調製：ポリアミド樹脂（ａ～ｄ）、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（エ
ポキシ当量：１８８、２５℃における粘度：１３．６Ｐａ・ｓｅｃ）、イミダゾール誘導
体（２－フェニル－４，５－ジヒドロキシメチルイミダゾール：２ＰＨＺ）及びシクロヘ
キサノンを表１に示すように配合して熱硬化性樹脂組成物を得た。なお、表中の配合比を
示す数字は重量部を表す。
これらの接着剤ワニスについて以下の諸試験を行った。
接着性試験：厚さ３５μｍの電解銅箔のマット面に、皮膜厚さが５０μｍになるように塗
布乾燥し、この接着剤付き銅箔の接着剤面を同じ銅箔の光沢面に重ねて、１４０℃、４０
ＭＰａで、１時間加熱加圧して、両面銅張フィルムを得た。得られた両面銅張フィルムに
ついて、光沢面及びマット面の剥離試験を行い、接着強さを調べた。なお、処理条件Ａは
、室温で測定し、また、処理条件Ｅ－１／１５０は１５０℃で測定した。
ガラス転移温度：銅箔をエッチングして除去した硬化した接着剤について、粘弾性スペク
トロメータによってｔａｎδｍａｘの値を求め、ガラス転移点（Ｔｇ）を求めた。
試験の結果を表１に示す。
【００４８】
【表１】
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【００４９】
【発明の効果】
本発明の芳香族ポリアミド樹脂は、その構造中にフェノール性ヒドロキシ基を有するので
、エポキシ樹脂と組み合わせた場合、エポキシ樹脂と反応して架橋構造を形成するので、
優れた耐熱性の硬化物となる。また、比較的低沸点の非含窒素系極性溶媒に溶解するので
、低温で被膜を形成可能である。また、銅との接着性の良好なアミド結合をもつので、銅
張積層板等の銅面との接着性に優れる。
本発明の樹脂組成物は、その構造中にフェノール性ヒドロキシ基とアミド結合をもつので
、高い接着性を示し、フェノール性ヒドロキシ基とエポキシ樹脂と反応して架橋構造を形
成するので、優れた耐熱性を示し、特に銅箔光沢面と良好な接着性を示すことから、多層
配線板やフレキシブルプリント配線板用接着剤として最適である。なお、本発明になる熱
硬化性樹脂組成物は、積層板のマトリックス樹脂としても有用である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　合成例１の生成物のＩＲスペクトルである。
【図２】　合成例２の生成物のＩＲスペクトルである。
【図３】　合成例３の生成物のＩＲスペクトルである。
【図４】　合成例４の生成物のＩＲスペクトルである。
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